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二、说明、目录、图表目录

    半导体照明器件的核心是发光二极管（LED），由衬底材料、发光材料、光转换材料和封

装材料等组成。半导体照明产业的发展已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎

立的产业分布与竞争格局。同时，我国的半导体照明产业发展初具规模，产业链日趋完整。

到2011年，我国共有LED企业约5000家。

　LED外延片衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料，需要不同

的LED外延片生长技术、芯片加工技术和器件封装技术，衬底材料决定了半导体照明技术的

发展路线。

　蓝宝石衬底、硅衬底、碳化硅衬底是制作LED芯片常用的三种衬底材料。我国蓝宝石衬底

白光LED有很大突破，光效已达到90lm/W-100lm/W。同时，具有自主技术产权的硅衬底白

光LED也已经达到90lm/W-96lm/W。

　从光效上，LED照明已经达到了替代传统光源的标准，所以，LED照明市场渗透率将迅速

上升。从而可以看出，由于LED应用市场的扩增，将呈现上游芯片衬底材料的需求量急速暴

长的趋势。

　本行业报告主要依据国家统计局、国家商务部、国内外相关刊物的基础信息以及LED用衬

底材料市场研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料。

　本LED用衬底材料行业报告，对LED用衬底材料从半导体照明产业发展、LED用衬底材料的

概述、蓝宝石衬底、硅衬底、碳化硅衬底、砷化镓衬底、国内外重点企业等多方面多角度阐

述了LED的市场发展状况，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了LED用衬底材料市

场今后的发展与投资策略。报告对LED用衬底材料企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需

求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准

确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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